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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁層と、
　前記絶縁層の上面と平行に配置される第１部分と、前記第１部分の一端から延びて一定
曲率を有して形成される第２部分と、前記第１部分の他端から延びて一定曲率を有して形
成される第３部分とを含み、前記絶縁層の内部に埋め込まれている一つの光導波路と、
　前記光導波路の第２部分を覆いかぶせて、上面を通じて前記第２部分の一端を露出する
第１光路変更部と、
　前記光導波路の第３部分を覆いかぶせて、上面を通じて前記第３部分の一端を露出する
第２光路変更部と、を含み、
　前記絶縁層は、溝が形成された第１絶縁層と、前記溝に挿入された前記光導波路の第１
部分の上面を覆いかぶせて、前記第１絶縁層の前記溝を埋め込む第２絶縁層とを含み、
　前記第１光路変更部及び前記第２光路変更部は、前記第１及び第２絶縁層を形成する絶
縁物質と異なる絶縁物質で形成され、
　前記光導波路は、前記第１部分、前記第２部分及び前記第３部分が一体に形成されて部
分別に異なる絶縁層内に埋め込まれる一つの光導波路であることを特徴とする光印刷回路
基板。
【請求項２】
　前記第１及び２光路変更部は、前記光導波路により形成される光信号の伝送経路を一定
曲率を有する鈍角に変更することを特徴とする、請求項１に記載の光印刷回路基板。
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【請求項３】
　前記第１及び２光路変更部は、前記光導波路に形成された鈍角を維持するために熱硬化
性絶縁物質で前記光導波路の周囲を覆いかぶせて形成されることを特徴とする請求項２に
記載の光印刷回路基板。
【請求項４】
　前記第１及び２光路変更部は、前記絶縁層を構成する物質のガラス転移温度より高い熱
硬化性絶縁物質または液状タイプの熱硬化性絶縁物質で構成されることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の光印刷回路基板。
【請求項５】
　前記光導波路の第１部分、第２部分及び第３部分のそれぞれは、
　前記光信号を伝達するコア層と、
　前記コア層の周りを覆いかぶせる少なくとも１つのクラッド層と、
　を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の光印刷回路基板。
【請求項６】
　前記コア層は、前記クラッド層を構成する物質より屈折率の大きい物質で形成されるこ
とを特徴とする請求項５に記載の光印刷回路基板。
【請求項７】
　前記コア層は、シリカ及びポリマーが混合されたＳｉＯ２のうち、少なくともいずれか
１つの物質で形成されることを特徴とする請求項５又は６に記載の光印刷回路基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光印刷回路基板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、印刷回路基板（Printed Circuit Board；ＰＣＢ）は絶縁部材に導電層が積層
された構造を有する銅箔積層板により製造される。印刷回路基板は銅箔積層板に回路パタ
ーンを形成することによって製造されることができ、これを電気印刷回路基板という。電
気印刷回路基板は信号の伝達媒体として銅などの導電性金属を電気配線に用いるため、超
高速、大容量のデータを伝送することに限界がある。
【０００３】
　これを克服するための方法として、最近、絶縁部材の上に光導波路を形成させる光印刷
回路基板技術が開発された。このような光印刷回路基板で光が通過する光導波路を具現す
るために高分子重合体（Polymer）とガラス繊維（Glass fiber）などを用いた光ファイバ
ー（optical fiber）が適用されている。
【０００４】
　図１は、従来技術に従う光印刷回路基板の断面図及び部分拡大図である。
【０００５】
　図１を参照すると、光印刷回路基板１０４に光導波路１０１が積層形成されるが、この
光導波路１０１は光路を９０度変更させるために９０度に曲がった光路変更部１０２を備
える。
【０００６】
　このように、光導波路１０１を内蔵積層して製作する光印刷回路基板１０４の場合、そ
の最終厚さは積層される光導波路１０１の厚さ（ｔ）に依存するようになる。
【０００７】
　ここで、光導波路１０１の厚さ（ｔ）とは、図１の部分拡大図のように光導波路１０１
の水平部分から曲がって上がる端部までの距離をいう。前記光導波路１０１が垂直に積層
されている場合、光印刷回路基板１０４の上部面に表れるようになる光導波路１０１の断
面１０３は光導波路１０１を垂直に切断した断面の面積を有するようになる。前記光導波
路１０１の断面積が小さい場合、光整列に困難性を有するようになる。
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【０００８】
　もし、最終の光印刷回路基板１０４の厚さを縮めるために光導波路１０１の厚さをより
縮めるようになれば、光導波路１０１をより小さい曲率半径に曲げなければならないので
、それだけ光導波路１０１が破損される虞がより大きくなる。
【０００９】
　このように、光導波路が垂直に積層されている場合、光印刷回路基板の上部面に表れる
ようになる光導波路の断面は光導波路を垂直に切断した断面の面積を有するようになるが
、その断面が小さい場合、光整列に困難性を有するようになる問題点があった。
【００１０】
　また、光路を９０度変更させるために光導波路を９０度に曲げて光路変更部を製作する
時、曲げによる光損失が発生し、曲げによる高い張力により光導波路が破損されることが
あり、曲げによる光導波路の破損を防止するためにやむを得ずに光印刷回路基板の厚さを
厚く製作しなければならないという問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、新たな構造の光印刷回路基板及びその製造方法を提供することにある
。
【００１２】
　本発明の他の目的は、光の経路を鈍角に変更して光の伝送効率を上げることができる光
印刷回路基板及びその製造方法を提供することにある。
【００１３】
　本発明で達成しようとする課題は前述した目的に制限されず、他の目的及び長所は以下
の説明により明らかに理解できる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　実施形態に従う光印刷回路基板は、絶縁層、光信号を伝達するために、前記絶縁層の内
部に埋め込まれて形成される光導波路、及び前記光導波路の少なくとも一端に形成され、
前記光導波路により形成される光信号の伝送経路が一定曲率を有するように変更する光路
変更部を含む。
【００１５】
　また、前記光路変更部は、前記光導波路の第１段に形成され、前記光信号の伝送経路を
変更する第１光路変更部と、前記第１段と反対になる前記光導波路の第２段に形成され、
前記光信号の伝送経路を変更する第２光路変更部とを含む。
【００１６】
　また、前記第１及び２光路変更部は、前記光導波路により形成される光信号の伝送経路
を一定曲率を有する鈍角に変更する。
【００１７】
　また、前記第１及び２光路変更部は、前記光導波路に形成された鈍角を維持するために
熱硬化性絶縁物質で前記光導波路の周囲を覆いかぶせて形成される。
【００１８】
　また、前記光導波路は、前記絶縁層の上面または下面と平行に配置される第１領域と、
前記第１領域の一端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される第２領域と、前記第
１領域の他端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される第３領域を含む。
【００１９】
　また、前記第２及び３領域のうちの少なくとも１つの端部は、前記絶縁層の上面または
下面を通じて露出する。
【００２０】
　また、前記第１及び２光路変更部は、前記絶縁層を構成する物質のガラス転移温度より
高い熱硬化性絶縁物質または液状タイプの熱硬化性絶縁物質で構成される。
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【００２１】
　また、前記光導波路は、前記光信号を伝達するコア層と、前記コア層の周りを覆いかぶ
せる少なくとも１つのクラッド層とを含み、前記コア層は前記クラッド層を構成する物質
より屈折率の大きいシリカ及びポリマーが混合されたＳｉＯ２のうち、少なくともいずれ
か１つの物質で形成される。
【００２２】
　また、前記光導波路は、多チャンネル構造または多層構造で形成される。
【００２３】
　一方、実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法は、光信号を伝達する光導波路を形成
するステップ、前記形成された光導波路の少なくとも一端を折曲させて前記光信号の伝送
経路を変更する光路変更部を形成するステップ、及び前記光路変更部により少なくとも一
端が折り曲げられた光導波路を絶縁層に埋め込むステップを含む。
【００２４】
　また、前記光路変更部を形成するステップは、前記光導波路の第１段を折曲させて前記
光信号の伝送経路を変更する第１光路変更部を形成するステップと、前記第１段と反対に
なる前記光導波路の第２段を折曲させて前記光信号の伝送経路を変更する第２光路変更部
を形成するステップとを含む。
【００２５】
　また、前記第１及び２光路変更部を形成するステップは、前記光導波路により形成され
る光信号の伝送経路を一定曲率を有する鈍角に変更する第１及び第２光路変更部を形成す
るステップを含む。
【００２６】
　また、前記第１及び２光路変更部を形成するステップは、前記光導波路を折曲させて形
成された鈍角を維持するために熱硬化性絶縁物質で前記光導波路の周りを覆いかぶせる第
１及び２光路変更部を形成するステップを含む。
【００２７】
　また、前記熱硬化性絶縁物質は、液状タイプ熱硬化性絶縁物質を含む。
【００２８】
　また、前記光導波路は、前記絶縁層の上面または下面と平行に配置される第１領域と、
前記第１領域の一端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される第２領域と、前記第
１領域の他端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される第３領域を含む。
【００２９】
　また、前記第２及び第３領域のうちの少なくとも１つの端部は、前記絶縁層の上面また
は下面を通じて露出する。
【００３０】
　また、前記第１及び２光路変更部は、前記絶縁層を構成する物質のガラス転移温度より
高い熱硬化性絶縁物質または液状タイプの熱硬化性絶縁物質で形成される。
【００３１】
　また、前記光導波路を形成するステップは、前記光信号を伝達するコア層を形成するス
テップと、前記コア層の周りを覆いかぶせる少なくとも１つのクラッド層を形成するステ
ップとを含む。
【００３２】
　また、前記コア層は前記クラッド層を構成する物質より屈折率の大きい物質で形成され
る。
【００３３】
　また、前記コア層は、シリカ及びポリマーが混合されたＳｉＯ２のうち、少なくともい
ずれか１つの物質で形成される。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、鈍角の曲率を有するように光導波路を形成することによって、光導波
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路に作用する張力により光導波路が破損される問題を解決し、これによって光導波路を積
層して製造される光印刷回路基板の厚さを縮めることができる。
【００３５】
　また、本発明によれば、光印刷回路基板の上部面に露出した光導波路の口径面積が大き
くなるにつれて光素子をより容易に整列させることができる。
【００３６】
　また、本発明によれば、光導波路が形成する鈍角を維持させるための別途のモジュール
を追加することによって、安定的で、かつ信頼性の高い光印刷回路基板を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】従来技術に従う光印刷回路基板を示す断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板を示す断面図である。
【図３】図２に図示されたＡ領域の拡大図である。
【図４】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図５】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図６】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図７】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図８】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図９】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法を工程順に示す断面図で
ある。
【図１０】本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の製造方法を工程順に示す断面図
である。
【図１１】本発明の第２実施形態に従う光印刷回路基板を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、添付した図面を参考にして本発明の実施形態に対して本発明が属する技術分野で
通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかしながら、本発明
は多様な相異する形態に具現されることができ、ここで説明する実施形態に限定されるも
のではない。
【００３９】
　明細書の全体で、どの部分がどの構成要素を“含む”とする時、これは特別に反対にな
る記載がない限り、他の構成要素を除外するものでなく、他の構成要素をさらに含むこと
ができることを意味する。
【００４０】
　そして、図面において、本発明を明確に説明するために説明と関係のない部分は省略し
、幾つの層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して表したし、明細書の全体を通
じて類似の部分に対しては類似の図面符号を付けた。
【００４１】
　層、膜、領域、板などの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“
真上に”ある場合だけでなく、その中間に更に他の部分がある場合も含む。反対に、どの
部分が他の部分の“真上に”あるとする時には中間に他の部分がないことを意味する。
【００４２】
　以下、図２乃至図１０を参照して本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板について
説明する。
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【００４３】
　図２は、本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板の断面図である。
【００４４】
　図２を参照すると、本発明の第１実施形態に従う光印刷回路基板２００は、ベース基板
２０７、前記ベース基板２０７の内部に積層形成されて光路を形成する光導波路２１０、
前記光導波路２１０の少なくとも一端に形成されて、前記光導波路２１０により形成され
る光路を一定曲率を有する鈍角に変更する光路変更部２０６、前記ベース基板２０７の上
に積層されて光を送信する光送信機２０８、及び前記光送信機２０８を通じて送信された
光を受信する光受信機２０９を含む。
【００４５】
　ベース基板２０７は絶縁層と電気信号伝送のための回路パターン（図示せず）などを含
むことができる。前記電気信号伝送のための回路パターンは、金、銀、ニッケル、銅など
の電気伝導性金属からなることができ、本実施形態では銅を使用する。
【００４６】
　ベース基板２０７は、好ましくは補強材が含浸された熱硬化性樹脂からなることができ
、例えばプリプレグ、通常の樹脂基板資材として、ＦＲ－４、ＢＴ（Bismaleimide Triaz
ine）、ＡＢＦ（Ajinomoto Buildup Film）などのエポキシ系樹脂を使用することができ
るが、特別にこれに限定されるものではない。
【００４７】
　また、前記ベース基板２０７の上部に形成される回路パターンは、通常的な印刷回路基
板の製造工程であるアディティブ工法（Additive process）、サブトラクティブ工法（Su
btractive Process）、ＭＳＡＰ（Modified Semi Additive Process）及びＳＡＰ（Semi 
Additive Process）工法などにより形成可能であり、これに対する詳細な説明は省略する
。
【００４８】
　また、前記ではベース基板２０７の上部のみに回路パターンが形成された断面印刷回路
基板をベース基板２０７の例として叙述するが、ベース基板２０７は断面印刷回路基板だ
けでなく、絶縁層の両面に回路パターンが形成された両面印刷回路基板または複数の回路
パターンを有する多層印刷回路基板になることができることを明らかにする。
【００４９】
　前記ベース基板２０７の内部には光導波路２１０が埋め込まれている。
【００５０】
　この際、前記光導波路２１０は、下部クラッド層２０１、上部クラッド層２０３、及び
前記下部クラッド層２０１と上部クラッド層２０３との間に形成されたコア層２０２を含
む。
【００５１】
　ここで、前記下部クラッド層２０１及び上部クラッド層２０３はコア層２０２を通じて
効率的な光信号の伝送がなされることができるように前記コア層２０２を覆いかぶせる構
成で形成される。
【００５２】
　この際、前記コア層２０２の下部には下部クラッド層２０１が形成され、コア層２０２
の上部には上部クラッド層２０３が形成されると例示したが、これは一実施形態にすぎな
いものであり、前記コア層２０２の全体を覆いかぶせるように１つのクラッド層のみを形
成することもできる。
【００５３】
　上部クラッド層２０３及び下部クラッド層２０１は、例えば、アクリル（acryl）、エ
ポキシ（epoxy）、ポリイミド（polyimide）、フッ素化アクリル、またはフッ素化ポリイ
ミドなどのポリマー系列の材質からなる。
【００５４】
　コア層２０２は、上部クラッド層２０３と下部クラッド層２０１との間に介され 、光
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信号の伝送経路を提供する。コア層２０２は、上部クラッド層２０３及び下部クラッド層
２０１と類似のポリマー系列の材質からなるが、効率的な光信号伝送のために前記上部ク
ラッド層２０３及び下部クラッド層２０１より高い屈折率を有する。この際、前記コア層
２０２はシリカまたはポリマーが混合されたＳｉＯ２で形成できる。
【００５５】
　前記コア層２０２は、前記上部クラッド層２０３及び下部クラッド層２０１の両側から
突出した形態に形成される。前記コア層２０２の両端は一定角度で切断されて前記ベース
基板２０７の上部に露出するように形成されることができ、前記コア層の両切断面にはＡ
ｌまたはＡｇのように反射度の高い物質で形成された反射層をさらに含むことができる。
【００５６】
　この際、前記コア層２０２は前記上部クラッド層２０３と下部クラッド層２０１の内部
に配置され、前記上部及び下部クラッド層に比べて高い屈折率を有するため、前記コア層
２０２を過ぎる光は前記コア層２０２と下部／上部クラッド層２０１、２０３の間の境界
面で全反射されて前記コア層２０２に沿って進行する。
【００５７】
　一方、前記のような光導波路２１０は光透過性及び柔軟性（flexible）に優れる高分子
物質、例えば、有機－無機高分子物質などを用いてエンボシング工程やフォトリソグラフ
ィ工程により形成できる。
【００５８】
　この際、前記有機－無機高分子物質は、例えば、低密度ポリエチレン（Low Density Po
lyethylene）、超低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（High Densi
ty Polyethylene）、ポリプロピレン（Polypropylene）、アマイド（Amide）系列のナイ
ロン６（Nylon 6）、ナイロン６６（Nylon 66）、ナイロン６／９（Nylon 6/9）、ナイロ
ン６／１０（Nylon 6/10）、ナイロン６／１２（Nylon 6/12）、ナイロン１１、ナイロン
１２、ポリスチレン（Polystyrene）、ポリエチレンテレフタレート（Polyethylene Tere
phthalate）、ポリブチルテレフタレート（Polybutyl Terephthalate）、ポリビニルクロ
ライド（polyvinyl chloride）、ポリビニリデンクロライド（Polyvinylidene Chloride
）、ポリカーボネート（Polycarbonate）、セルロースアセテート（Cellulose Acetate）
、またはポリ（メタ）アクリレート（Poly（meth）acrylate）のうち、いずれか１つから
なることが好ましく、これら材料のうち、熱的性質及び機械的性質を考慮してこれらうち
から選択されるいずれか１つまたはこれらの組合せによりなされることもできる。
【００５９】
　上記のように構成された光導波路２１０の両端部には前記光路を一定曲率を有して変更
する光路変更部２０６が形成される。
【００６０】
　前記光路変更部２０６は水平方向の光路を鈍角に変更する。
【００６１】
　即ち、従来では前記水平方向の光路を垂直方向に変更する場合、前記光導波路２１０を
直角にして前記光路を変更するようになる。しかしながら、このように前記光導波路２１
０が垂直に積層される場合、前記光導波路２１０の曲率半径は小さくなり、これによるベ
ンディング損失が発生するようになる。また、光導波路２１０に作用する張力が大きくな
るにつれて前記光導波路２１０が破損される危険がある。
【００６２】
　これによって、本実施形態では図３に示すように、前記光導波路２１０を一定曲率を有
する鈍角に変更するため、前記光導波路２１０の曲率半径が垂直に積層される場合より大
きくなり、これによって光導波路２１０で重要な損失として作用するベンディング損失を
減少させることができるだけでなく、前記光導波路２１０に作用する張力を減少させて前
記光導波路２１０が破損される危険を低下させる。
【００６３】
　この際、前記光路変更部２０６の内部は前記光導波路２１０の両端部に対する鈍角を維
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持させるための熱硬化性絶縁物質で充填されている。言い換えると、前記光路変更部２０
６の内部は前記のような熱硬化性絶縁物質で充填されるため、前記光導波路２１０の両端
部を保護するだけでなく、前記光導波路２１０の両端部に形成された鈍角に変化が生じな
いように維持させる。
【００６４】
　前記光路変更部２０６の内部は前記ベース基板２０７を形成する物質と相異する物質で
形成されることが好ましい。
【００６５】
　例えば、前記光路変更部２０６は前記ベース基板２０７を形成する物質よりガラス転移
温度の高い熱硬化性絶縁物質で形成されるか、前記ベース基板２０７を形成する物質と異
なる液状タイプに形成できる。
【００６６】
　これによって、前記光導波路は、前記ベース基板２０７の上面または下面と平行に配置
される第１領域と、前記第１領域の一端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される
第２領域と、前記第１領域の他端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される第３領
域とを含むようになる。
【００６７】
　前記ベース基板２０７の上には、光送信機２０８と、前記光送信機２０８を通じて送信
された光を受信する光受信機２０９が実装される。
【００６８】
　前記光送信機２０８及び光受信機２０９は、前記ベース基板２０７の上で一定間隔をお
いて配置される。この際、前記光送信機２０８と光受信機２０９との配置間隔は前記ベー
ス基板２０７の上に露出した光導波路２１０の両端の間隔により決定できる。より好まし
くは、前記光送信機２０８は前記ベース基板２０７の上に露出した光導波路２１０の一端
に配置され、前記光受信機２０９は前記光導波路２１０の他端が露出した領域に配置され
る。
【００６９】
　前記光送信機２０８は光信号を生成して出力するものであって、ドライバー集積回路（
図示せず）及び発光素子（図示せず）を含む。前記発光素子は前記ドライバー集積回路に
より駆動されて前記ベース基板２０７の上部を通じて露出した光導波路２１０に光を発生
する。
【００７０】
　この際、前記発光素子は光シグナルを照射する光源素子であるＶＣＳＥＬ（Vertical-C
avity Surface-Emitting Laser）を含むことができる。前記ＶＣＳＥＬはレーザービーム
を垂直に照射する方式により光源シグナルを伝送または増幅させる光源素子である。
【００７１】
　前記光受信機２０９は、レシーバー集積回路（図示せず）及び受光素子（図示せず）を
含む。
【００７２】
　前記受光素子は前記光送信機２０８から発生した光を受信するものであって、前記レシ
ーバー集積回路により駆動される。前記受光素子は光シグナルを検出する素子であるＰＤ
（Photo detector）を含むことができる。
【００７３】
　また、本発明に従う実施形態では、前記ベース基板２０７の内に１つの光導波路２１０
のみ埋め込まれていると説明したが、これは本発明の実施形態にすぎないものであり、複
数個の光導波路２１０が前記ベース基板２０７の内に埋め込まれていることもできる。
【００７４】
　例えば、同一層の内で前記光導波路２１０が複数個形成された多チャンネル光導波路を
含む光印刷回路基板も製造することができ、前記多チャンネルだけでなく、多層的に複数
個の光導波路２１０が形成された光印刷回路基板も製造することができる。
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【００７５】
　上記のように、本発明の実施形態に従う光印刷回路基板２００は、光導波路２１０の両
端部に形成された光路を鈍角に変更し、前記光導波路２１０の両端部に前記形成された鈍
角を維持させ、前記光導波路２１０を保護する光路変更部２０６を形成することによって
、ベース基板の上部に露出する光導波路２１０の口径が拡大されるようにすることができ
るだけでなく、光導波路のベンディング損失及び張力を減少させることができる。
【００７６】
　図４乃至図１０は、本発明の実施形態に従う光印刷回路基板２００の製造方法を示す断
面図である。
【００７７】
　まず、所定の使用光波長に対する光透明性の良い物質からなる下部クラッド層２０１を
形成する。
【００７８】
　以後、前記下部クラッド層２０１の上にコア層２０２を積層する。
【００７９】
　この際、前記下部クラッド層２０１は、例えば、アクリル（acryl）、エポキシ（epoxy
）、ポリイミド（polyimide）、フッ素化アクリル、またはフッ素化ポリイミドなどのポ
リマー系列の材質からなる。
【００８０】
　前記コア層２０２は下部クラッド層２０１の上に形成され、光信号が伝えられる経路の
役割をする。コア層２０２は、下部クラッド層２０１と類似のポリマー系列の材質からな
ることができ、効率的な光信号伝送のために、クラッド層より高い屈折率を有する。この
際、前記コア層２０２はシリカまたはポリマーが混合されたＳｉＯ２で形成できる。
【００８１】
　また、前記コア層２０２は光透過性及び柔軟性（flexible）に優れる高分子物質、例え
ば、有機－無機高分子物質などを用いてエンボシング工程やフォトリソグラフィ工程によ
り形成できる。
【００８２】
　この際、前記有機－無機高分子物質は、例えば、低密度ポリエチレン（Low Density Po
lyethylene）、超低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）、高密度ポリエチレン（High Densi
ty Polyethylene）、ポリプロピレン（Polypropylene）、アマイド（Amide）系列のナイ
ロン６（Nylon 6）、ナイロン６６（Nylon 66）、ナイロン６／９（Nylon 6/9）、ナイロ
ン６／１０（Nylon 6/10）、ナイロン６／１２（Nylon 6/12）、ナイロン１１、ナイロン
１２、ポリスチレン（Polystyrene）、ポリエチレンテレフタレート（Polyethylene Tere
phthalate）、ポリブチルテレフタレート（Polybutyl Terephthalate）、ポリビニルクロ
ライド（polyvinyl chloride）、ポリビニリデンクロライド（Polyvinylidene Chloride
）、ポリカーボネート（Polycarbonate）、セルロースアセテート（Cellulose Acetate）
、またはポリ（メタ）アクリレイト（Poly（meth）acrylate）のうち、いずれか１つから
なることが好ましく、これら材料のうち、熱的性質及び機械的性質を考慮して、これらの
うちから選択されるいずれか１つまたはこれらの組合せによりなされることもできる。
【００８３】
　次に、図５を参照すると、前記コア層２０２の上に上部クラッド層２０３を積層する。
【００８４】
　即ち、前記コア層２０２を中心に前記コア層２０２を保護するための上部クラッド層２
０３及び下部クラッド層２０１を積層する。
【００８５】
　結論的に、下部クラッド層２０１、コア層２０２、及び上部クラッド層２０３を順次に
積層するか、一括積層して図５に示すように光導波路２１０を形成する。
【００８６】
　次に、図６に示すように、鈍角形成ジグ３００を用いて前記形成された光導波路２１０
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の両端部に対する光路を変更する光路変更部２０６を形成する。
【００８７】
　このために、前記鈍角形成ジグ３００を用いて、前記光導波路２１０の両端部を一定曲
率を有する鈍角に折曲させる。そして、前記鈍角に折り曲げられた光導波路２１０の周り
を覆いかぶせる光路変更部２０６を形成する。
【００８８】
　この際、前記折り曲げられる光導波路２１０に対する角のサイズは光導波路２１０の内
で全反射がなされるための最大角を考慮して決定することが好ましい。例えば、前記光路
変更部に対する角のサイズは９０度～１３０度範囲を満たすようにすることができる。
【００８９】
　より具体的に、前記鈍角形成ジグ３００の第１領域２０４は、前記光導波路２１０の左
側端部を傾けて鈍角を形成し、前記鈍角形成ジグ３００の第２領域２０５は前記光導波路
２１０の右側端部を傾けて鈍角を形成する。
【００９０】
　次に、図７に示すように、前記鈍角形成ジグ３００の第１領域２０４及び第２領域２０
５に熱硬化性絶縁物質を充填して前記光導波路２１０の両端部に形成された鈍角が維持で
きるようにする第１及び２光路変更部２０６を形成する。
【００９１】
　この際、前記第１領域２０４及び第２領域２０５に充填される熱硬化性絶縁物質は、今
後上記のように形成される光導波路２１０を埋め込むベース基板２０７の形成物質と相異
する物質のものが好ましい。
【００９２】
　即ち、前記熱硬化性絶縁物質は、前記ベース基板２０７を形成する物質のガラス転移温
度より高かいか、前記ベース基板２０７を形成する物質と異なる液状タイプの物質である
ことが好ましい。
【００９３】
　上記のように、前記第１領域２０４及び第２領域２０５に絶縁物質を充填した後、硬化
させれば、前記光導波路２１０の両端部は前記絶縁物質により保護されるとともに、前記
形成された鈍角を継続的に維持するようになる。
【００９４】
　次に、図８に示すように、ベース基板２０７を用意し、前記用意したベース基板２０７
の内に前記形成された光導波路２１０を埋め込む。
【００９５】
　前記ベース基板２０７は、絶縁層と前記絶縁層の一面に形成された回路パターン（図示
せず）を含むことができる。前記回路パターンは、金、銀、銅、ニッケルなどの電気伝導
性金属からなることができる。
【００９６】
　また、前記絶縁層はプリプレグのような補強材が含浸された熱硬化性樹脂からなること
ができ、これとは異なり、樹脂基板資材として、ＦＲ－４、ＢＴ（Bismaleimide Triazin
e）、ＡＢＦ（Ajinomoto Buildup Film）などのエポキシ系樹脂を使用することができる
が、特別にこれに限定されるものではない。
【００９７】
　この際、前記ベース基板２０７の上面には前記埋め込まれた光導波路２１０の両端部を
外部に露出させる露出溝（図示せず）が形成されている。
【００９８】
　より好ましくは、前記ベース基板２０７の上面には前記光導波路２１０をなすコア層２
０２の左側端部を露出する露出溝と、前記コア層２０２の右側端部を露出する露出溝が形
成されている。
【００９９】
　これによって、前記光導波路２１０は、前記絶縁層の上面または下面と平行に配置され
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る第１領域と、前記第１領域の一端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される第２
領域と、前記第１領域の他端から延びて、一定曲率の鈍角を有して形成される第３領域を
含む。
【０１００】
　次に、図９に示すように、前記ベース基板２０７の上部に光送信機２０８及び光受信機
２０９を実装する。
【０１０１】
　この際、前記光送信機２０８は光信号を生成して出力するものであって、ドライバー集
積回路（図示せず）及び発光素子（図示せず）を含む。前記発光素子は前記ドライバー集
積回路により駆動されて前記ベース基板２０７の上部を通じて露出した光導波路２１０に
光を発生する。
【０１０２】
　この際、前記発光素子は光シグナルを照射する光源素子であるＶＣＳＥＬ（Vertical-C
avity Surface-Emitting Laser）を含むことができる。前記ＶＣＳＥＬはレーザービーム
を垂直に照射する方式により光源シグナルを伝送または増幅させる光源素子である。
【０１０３】
　言い換えると、前記ドライバー集積回路は前記ＶＣＳＥＬと結合されて光信号が出力さ
れるように前記ＶＣＳＥＬを駆動させ、前記ＶＣＳＥＬは能動素子として電気的信号を光
信号に変換する役割をする。
【０１０４】
　前記光受信機２０９はレシーバー集積回路（図示せず）及び受光素子（図示せず）を含
む。
【０１０５】
　前記受光素子は前記光送信機２０８から発生した光を受信するものであって、前記レシ
ーバー集積回路により駆動される。前記受光素子は光シグナルを検出する素子であるＰＤ
（Photo detector）を含むことができる。
【０１０６】
　この際、前記光送信機２０８は前記ベース基板２０７に形成されたいずれか１つの露出
溝の上部に実装されることができ、前記光受信機２０９は前記ベース基板２０７に形成さ
れた他の１つの露出溝の上部に実装できる。
【０１０７】
　また、前記ではベース基板２０７に１つの光導波路２１０を埋め込む工程を説明したが
、図１０のように前記光導波路２１０は多チャンネルに形成できる。また、多チャンネル
だけでなく、前記光導波路２１０は多層的に形成されることもできる。
【０１０８】
　図１１は、本発明の第２実施形態に従う光印刷回路基板を示す断面図である。
【０１０９】
　図１１を参照すると、本発明の第２実施形態に従う光印刷回路基板４００は、ベース基
板４０７、前記ベース基板４０７の内部に積層形成されて光路を形成する光導波路４１０
、前記光導波路４１０の少なくとも一端に形成されて、前記光導波路４１０により形成さ
れる光路を一定曲率を有する鈍角に変更する光路変更部４０６、前記ベース基板４０７の
上に積層されて光を送信する光送信機４０８、及び前記光送信機４０８を通じて送信され
た光を受信する光受信機４０９を含む。
【０１１０】
　ベース基板４０７は、絶縁層と電気信号伝送のための回路パターン（図示せず）などを
含むことができる。前記電気信号伝送のための回路パターンは、金、銀、ニッケル、銅な
どの電気伝導性金属からなることができて、本実施形態では銅を使用する。
【０１１１】
　ベース基板４０７は、好ましくは補強材が含浸された熱硬化性樹脂からなることができ
、例えば、プリプレグ、通常の樹脂基板資材として、ＦＲ－４、ＢＴ（Bismaleimide Tri
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azine）、ＡＢＦ（Ajinomoto Buildup Film）などのエポキシ系樹脂を使用することがで
きるが、特別にこれに限定されるものではない。
【０１１２】
　前記ベース基板４０７の内部には光導波路４１０が埋め込まれている。
【０１１３】
　この際、前記光導波路４１０は、下部クラッド層４０１、上部クラッド層４０３、及び
前記下部クラッド層４０１と上部クラッド層４０３との間に形成されたコア層４０２を含
む。
【０１１４】
　ここで、前記下部クラッド層４０１及び上部クラッド層４０３はコア層４０２を通じて
効率的な光信号の伝送がなされることができるように前記コア層４０２を覆いかぶせる構
成で形成される。
【０１１５】
　前記コア層４０２は、前記上部クラッド層４０３及び下部クラッド層４０１の両側から
突出した形態に形成される。前記コア層４０２の両端は一定角度で切断されて前記ベース
基板４０７の上部及び下部に各々露出するように形成されることができ、前記コア層の両
切断面にはＡｌまたはＡｇのように反射度の高い物質で形成された反射層をさらに含むこ
とができる。
【０１１６】
　即ち、図２に図示された光印刷回路基板２００では、前記コア層２０２の両端が前記ベ
ース基板２０７の上段を通じて露出した。しかしながら、第２実施形態に従う光印刷回路
基板４００は、前記コア層４０２の一端は前記ベース基板４０７の上段を通じて露出し、
コア層４０２の他端は前記ベース基板４０７の下段を通じて露出する。
【０１１７】
　上記のように構成された光導波路４１０の両端部には前記光路を一定曲率を有して変更
する光路変更部４０６が形成される。
【０１１８】
　前記光路変更部４０６は水平方向の光路を鈍角に変更する。
【０１１９】
　この際、前記光路変更部４０６の内部は前記光導波路４１０の両端部に対する鈍角を維
持させるための熱硬化性絶縁物質で充填されている。言い換えると、前記光路変更部４０
６の内部は前記のような熱硬化性絶縁物質で充填されるため、前記光導波路４１０の両端
部を保護するだけでなく、前記光導波路４１０の両端部に形成された鈍角に変化が生じな
いように維持させる。
【０１２０】
　前記光路変更部４０６の内部は前記ベース基板４０７を形成する物質と相異する物質で
形成されることが好ましい。
【０１２１】
　例えば、前記光路変更部４０６は前記ベース基板４０７を形成する物質よりガラス転移
温度の高い熱硬化性絶縁物質で形成されるか、前記ベース基板４０７を形成する物質と異
なる液状タイプに形成できる。
【０１２２】
　前記ベース基板４０７の上には光送信機４０８及び前記光送信機４０８を通じて送信さ
れた光を受信する光受信機４０９のうち、いずれか１つが実装され、前記ベース基板４０
７の下には光受信機４０９または光送信機４０８が実装される。
【０１２３】
　より好ましくは、前記光送信機４０８は前記ベース基板４０７の上に露出した光導波路
４１０の一端に配置され、前記光受信機４０９は前記ベース基板４０７の下に露出した光
導波路４１０の他端に配置される。
【０１２４】
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　前記光送信機４０８は光信号を生成して出力するものであって、ドライバー集積回路（
図示せず）及び発光素子（図示せず）を含む。前記発光素子は前記ドライバー集積回路に
より駆動されて前記ベース基板４０７の上部を通じて露出した光導波路４１０に光を発生
する。
【０１２５】
　この際、前記発光素子は光シグナルを照射する光源素子であるＶＣＳＥＬ（Vertical-C
avity Surface-Emitting Laser）を含むことができる。前記ＶＣＳＥＬはレーザービーム
を垂直に照射する方式により光源シグナルを伝送または増幅させる光源素子である。
【０１２６】
　前記光受信機４０９は、レシーバー集積回路（図示せず）及び受光素子（図示せず）を
含む。
【０１２７】
　前記受光素子は前記光送信機４０８から発生した光を受信するものであって、前記レシ
ーバー集積回路により駆動される。前記受光素子は光シグナルを検出する素子であるＰＤ
（Photo detector）を含むことができる。
【０１２８】
　上記のように、本発明の第２実施形態では、光送信機と光受信機を互いに異なる領域に
配置することによって、光伝送経路をより多様に提供することができる。
【０１２９】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定さ
れるものではなく、次の請求範囲で定義している本発明の基本概念を用いた当業者の様々
な変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図１１】
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